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中国电子组装市场
从不确定到逐渐明朗的 2024

过去 5 年，我们处于快速的市场变化中。

疫情开始，因为中国管控好，全世

界生产都转到中国，后来中美贸易战开始，

国外订单减少，加上推行两个供应链，外

资撤离中国（尤其是台商，见图（1）），或

停止在中国生产扩建。全球原材料缺货（尤

其是芯片），高科技的封锁等等都对中国市

场有很大的影响。

到今年九月份，华为推出 Mate 60 PRO

给中国市场打了一剂强心针，不但告诉市场 14 nano 的 IC 

chip 可以和 5nano 在功能上比美（所以中国手机不需要担

心 chip 的供应给美国掐脖子），同时还炫耀了黑科技，华

为的手机可以采用 3 万公里高空的 1 颗卫星就能覆盖全中

国无线通讯，连接 3 颗卫星就可以覆盖全世界。苹果只能

利用他们的埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的星链只有在 550

公里外并需要 4 万颗卫星才能覆盖全世界。到现在为止，

星链只发射了 5000 多颗左右，一年最多也只不过发射成

功少于 2000 颗卫星，4 万颗卫星还要等十多年呢……第

二个黑科技就是华为手机能操作高度复杂的加密功能（区

块链）。

还有华为最近刚发布的另一个黑科技是AI算力底座。

其实早在 2019 年华为就已发布了升腾 910 芯片，当时英

伟达还没有 A100，因为政治原因，美国打压华为令华为

要谨慎，因为需要 7 纳米的芯片受出口管制，当时自身难

保的华为只能推迟产品的迭代速度。因此英伟达通过这段

时间接连推出了 A100，H100，H200 等 AI 芯片让美国保

持着对全球算力市场的绝对控制。现在华为

的 AI 芯片可为国产 AI 得到底气自我研发

咱们的智能产品。百度，360 和科大讯飞等

已转为购买华为 AI 芯片和华为合作研发 AI

一体机产品。所以中国市场 SMT 行业在九

月之后也开始回暖。一方面是华为的订单增

加另一方面是行业也开始乐观，开始投资。

2024年怎样看？

我想从 3 个方面去看看

第一 中美关系

第二 新科技新产品

第三 原材料市场

第一中美关系是一个政治问题，我们就不多谈啦，我

个人相信中美大局已定，最晚到 2024 年底就可以看清楚。

第二新科技新产品，很多咨询公司都说 2023 年后以

下 7 种技术趋势会得到更好的发展：

1. Artificial Intelligence 人工智能

2. Robotic Automation 机器人自动化

3. Blockchain 区块链

4. IOT 物联网

5. Super Apps 超级应用程序

6. 5G Technology 5G 技术

7. Extended Reality (XR) 扩展现实（XR）

Artificial Intelligence(AI) 人工智能

人工智能（AI）对我们生活、工作和娱乐方式的影

响才刚刚开始显现。人工智能（AI）应用场景包括智能手机，

个人助理，图像和语音识别，导航应用程序，数据分析工

具，客户关系工具。又一个可拉动电子组装市场的新领域。

咨询公司估计到 2025 年，人工智能市场将增长到 1900 亿

美元。

人工智能（AI）已开始使用更多的专用设计架构来

取代通用设计。例如，使用 AI 加速器（SiP 组成）来进

行人工智能相关的计算（而不是用通用的 CPU 和 GPU）。

富士德中国有限公司 首席执行官 李家伦

电子五哥往哪跑   资料来源：法人   制表：记者：卓怡君

公司 中国产能比重 外移方向

广达 70%以上 台湾、秦国、美国

仁宝 70%以上 越南、台湾

和硕 90%以上 台湾、印尼、越南、印度(计划是)

英业达 80%以上 马来西来、台湾

纬创 70%以上 菲律宾、越南、台湾、美台

图 1 资料来源：法人
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使用专用设计的架构时，软硬件协同设计就成为一个核心

概念。另外，使用专用架构时，把不同的架构使用多个芯

粒（Chiplet）技术实现，并且使用先进封装技术集成在一起。

机器人过程自动化（RPA）与机器人

RPA 是一种自动化人工智能的技术，也是一种快速

改进的技术，可以自动化各个领域的许多工作。机器人和

RPA 会帮助简化人类的工作担子令工作效率大大提高。

根据麦肯锡的数据，只有不到 5% 的工作可以通过机

器完成，但大约 60% 的工作可以通过某些自动化人工智能

的方式完成。人的工作需求会减少但电子机器用量就会增加。

Blockchain 区块链

这种存储、身份验证和保护数据的超级安全方法可

能会彻底改变业务的许多方面，尤其是在提供便利可信交

易方面。

区块链会带动无线，云端，服务器，数据中心的行业，

这项新技术又是电子组装行业的推动力。

资料来源：采访整理、第一太平戴维斯、戴德梁行、各国劳动部

Internet of Things （IOT）物联网（IOT）

智能设备网络的想法于 1982 年首次被讨论。然而，

由于芯片又大又笨重，进展缓慢。感谢廉价计算机芯片的

出现，使高带宽电信和低功耗计算机芯片的物联网变得

可行，甚至可以构建一个互连计算设备的全球系统。到

2023 年，大概率将有超过 550 亿台设备通过物联网连接。

这个领域的电子产品增长是肯定的。

Rise of Super apps 超级应用程序的兴起

超级应用程序将应用程序、平台和生态系统的功能

组合在一个应用程序中。超级应用程序在中国的应用越来

越广泛，在全球范围内传播。

以上两种新科技（IOT 和 Super Apps）都会需求大量

服务器用来保存和处理数据和图像。去年中国政府也提出

7000 个城市需要建立自己的数据中心。如果每个城市建

立 2-3 个数据中心，每所数据中心配置几万台服务器，市

场需求量可达几亿台。
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5G Technology 5G 技术

5G 已经在中国和其他一些国家

得到了发展。然而，由于美国的建议

欧洲转而考虑 6G 而不是 5G（美国看

到的是中国拥有 5G 全球约一半的专

利，其他是欧洲和日本为主），导致

欧洲国家在投资 5G 电信基础设施方

面犹豫不决，并推迟了中国扩大覆盖

范围的步伐。

即使是 5G，也只有发达国家有

钱全面投资，其他国家要慢慢上。6G

比 5G 还要贵 10 倍。全球的通讯行业

发展被延迟。

这太可惜了 ! 这就是为什么如今

我们去欧洲旅行，发现许多国家仍然

处于 2G 到 3G 的水平，少数国家处

于 4G 的水平。中国在电信方面遥遥

领先。5G 技术不仅提高了数据 / 图

像 / 视频通讯的速度，而且为中国提

供了一个庞大的 5G 物联网生态系统，

可以为数十亿联网设备服务。中国现

在决心在不太依赖世界市场的情况

下，靠自己的力量继续前进。

根据 Yole 数据，汽车半导体器

件市场将出现强劲增长，从 2022 年

的 439 亿美元增长到 2028 年的 843

亿美元，复合年增长率高达 11.9%。

随着汽车电气化电子化和智能化的发

展，芯片种类也从 40 种上升至 150

多种（见图 3）。汽车芯片就像人类

图 3 ：资料来源：Yole Intelligence 2023

这就是为什么 2024 年我们预

计 5G 相关产品业务会增加的原因。

SMT 行业的又一坚实驱动力。

第三材料市场，因为汽车工业

（见图 2）会是今后最大的电子行业我

们先看看汽车行业在材料方面的变化

和需求。

图 2 ：资料来源：微信号：ChinaAutoUpdate
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表 1 ：不同情况下对元器件量的需求和封装方式

元器件类型 元器件数量 封装方式

一辆汽车中一个ECU (Electronic Control Unit) 负责一个单

独的功能配备一颗MCU (负责各种信息的运算处理)
MCU占汽车半导体器件数量30%
每辆车至少70片MCU芯

SoC

自动驾驶会配置CPU或XPU来完成AI运算 SoC

功率半导体是电子装置中电能转换，电压和频率，直流交

流转换等

一般燃油车中会有100颗低压MOSFET
新能源汽车中约200个以上的中高压MOSFET
未来中高端车型将有高达400个MOSFET

MOSFET IGBT

汽车的存储芯片主要用于存储汽车各种程序和数据
一辆汽车预估DRAM/NAND FLASH需求最高可达2TB
(ADAS，自动驾驶系统对存储芯片使用量最大)

DDR
HBM

3D Stacking

电源/模拟芯片连接电阻，电容，晶体管等组成的模拟电路

集成在一起，用来处理模拟信号如声音，光线，温度等

模拟电路在汽车芯片中占比29%，其中53%为信号链芯

片，47%为电源管理芯片
PCBA

的大脑，按功能可以分为计算，感知，

执行，通信，存储与能源供应五大

类。电动化趋势的同时要实现快速充

电，800V 的标准形成，800V 关键部

件 SiC。在 SiC MOSFET/IGBT 模块

的强力推动下正在打造新供应链，功

率器件市场将大幅增长。 

自动驾驶的 ADAS，包括雷达

和其他传感器控制将需要 16nm/10nm

尖端技术节点的 MCU，因此在半导

体层面上的需求在未来会越来越高，

从长远来看，超过 3 级的车辆自动驾

驶将推动对内存 DRAM 和计算能力

的需求也不断增加。虽然欧盟和美国

整车厂将激光雷达限制在 F 级车，但

中国正在推出 D 级车，这些汽车比 F

级汽车便宜得多而且汽车的产量也更

高。超过 25 家中国设备制造商在其

汽车中实施 Lidar 激光雷达。

根据中国汽车工业协会提供的

数据显示，传统燃油车所需汽车芯片

量约为 700 颗，电动车所需的汽车芯

片数量将提升到 1600 颗，而智能汽

车对芯片的需求量达 3000 颗 / 辆。

PCBA 市场，手机是最大一块，

因为消费者用量大，约一人一部手机。

同时一台 5G 智能手机会有 1500-1800

颗器件。至于主板一般约有 600-800

颗，大型主板会有超过 1000 颗元器

件。所以燃油汽车在 SMT 量上可和

主板比美。发达国家在燃油和电动

汽车用量约一个 4 口家庭 2-3 部，从

SMT 量燃油和电动车可以和手机比

美。中国汽车市场按平均用量还是小，

会持续繁荣，未来的增量在 SMT 生

产需求可能可追上手机，带给我们

SMT 产业新推动力。

在汽车行业，PCB 材料需求不

断增加，对汽车配件的需求也在增长。

2022-2029 年，全球汽车 PCB 市场的

收入预计将以 8.3% 的年复合增长率

增长，从 71.3 亿美元增长到 2029 年

的 124 亿美元。亚太地区在全球汽车

PCB 市场占有最大的市场份额，预计

同期将增长 32%。

2023-2029 年，电力电子市场预

计将以 5.1% 的年复合增长率增长，

预计到 2029 年将达到 396 亿美元。

电力电子技术是一项重要的节

能技术，在能源使用中具有很高的功

能性。为了减少传导损耗，电力电子

应用倾向于高电压和低电流。对高效、

低成本设备不断变化的需求正在推动

电力电子市场的发展。

至于 5G， PCB 市场主要依赖于

5G 驱动的通信基础设施的建设，并

受到无线网络和传输网络中对 PCB

的需求增加的推动—高频 PCB 和高

速多层 PCB。从现在到 2027 年，5G 

PCB 的年复合增长率为 16.6%。还有

AR、VR、平板电脑和可穿戴设备在

消费者中越来越受欢迎，这也为 5G

市场创造了重大机遇。

总结

回顾第四次工业革命，从 2013

年开始很多新科技新技术诞生，如

3D 打印，大数据，5G，AI 等。10 年

过去，现在可以肯定 AI 将会推动人

类第四次全球经济繁荣跟着的 20 年

繁荣上升轨道。至于政治上的博弈到

2024 年底或前将告一段落。

今后我们会看到 AI 存在每一个

角落，在我们的教育上，生活上，工

作室或公司营运上，工厂制造智能上，

市场智能化等等。

AI （人工智能）+ Robot（机器人）

将会陪伴人类成长，AI 是通过软件

完成同时通过新材料去放大人工智能

的范围和功能，Robot 则是物质上（材

料上）的进步与改进。所以我们未来

的生产会有两个强大的推动力：软件 

和 新材料。
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